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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【公開番号】特開2012-38975(P2012-38975A)
【公開日】平成24年2月23日(2012.2.23)
【年通号数】公開・登録公報2012-008
【出願番号】特願2010-178935(P2010-178935)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/31     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/60    ３１１Ｑ
   Ｈ０１Ｌ  23/30    　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月16日(2013.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバンプが形成された第一の回路部材と、該第一の回路部材と相対向し、前記バン
プとはんだ接合する回路電極が形成された第二の回路部材との間に介在させ、前記第一の
回路部材と前記第二の回路部材とを加熱加圧により接着するための回路部材接続用接着剤
であって、
　前記回路部材接続用接着剤をガラス板とシリコンチップとの間に挟んで加熱加圧した際
の、加熱加圧前の面積に対する加熱加圧後の面積の倍率を計測する方法で求められる流動
性が、前記第一の回路部材と前記第二の回路部材とをはんだが溶融しない温度で熱圧着す
る第一の加熱加圧条件では１．８～３．０倍であり、前記第一の加熱加圧条件における加
熱条件で加熱処理した後、前記第一の加熱加圧条件における加熱条件よりも高温でかつは
んだが溶融する温度で加熱加圧する第二の加熱加圧条件では１．１～３．０倍かつ前記第
一の加熱加圧条件での流動性以下である、回路部材接続用接着剤。
【請求項２】
　複数のバンプが形成された第一の回路部材と、該第一の回路部材と相対向し、前記バン
プとはんだ接合する回路電極が形成された第二の回路部材との間に介在させ、前記第一の
回路部材と前記第二の回路部材とを加熱加圧により接着するための回路部材接続用接着剤
であって、
　潜在性硬化剤と、熱硬化性樹脂と、無機フィラーとを含有し、
　前記無機フィラー及び溶媒を除く回路部材接続用接着剤の全量を１００質量部としたと
き、前記潜在性硬化剤の含有量が０．５～６．７質量部である、回路部材接続用接着剤。
【請求項３】
　（Ａ）熱可塑性樹脂と、（Ｂ）熱硬化性樹脂と、（Ｃ）潜在性硬化剤と、（Ｄ）無機フ
ィラーと、（Ｅ）１００℃以下の温度で固形でありかつはんだの融点よりも低い温度に融
点を持つカルボキシル基含有化合物と、を含有する、請求項１又は２記載の回路部材接続
用接着剤。
【請求項４】
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　（Ａ）熱可塑性樹脂と、（Ｂ）熱硬化性樹脂と、（Ｃ）潜在性硬化剤と、（Ｄ）無機フ
ィラーと、（Ｅ）１００℃以下の温度で固形でありかつはんだの融点よりも低い温度に融
点を持つカルボキシル基含有化合物と、を含有し、
　前記第一の加熱加圧条件の加熱温度が前記（Ｅ）成分の融点以上の温度である、請求項
１に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項５】
　前記（Ｂ）成分がエポキシ樹脂を含む、請求項３又は４に記載の回路部材接続用接着剤
。
【請求項６】
　支持基材と、該支持基材上に設けられた請求項１～５のいずれか一項に記載の回路部材
接続用接着剤からなる接着剤層と、を備える、回路部材接続用接着剤シート。
【請求項７】
　前記支持基材が、プラスチックフィルムと該プラスチックフィルム上に設けられた粘着
剤層とを備え、前記接着剤層が前記粘着剤層上に設けられている、請求項６記載の回路部
材接続用接着剤シート。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤を用いて製造された半導体
装置。
【請求項９】
　主面の一方に複数のバンプを有する半導体ウエハを準備し、該半導体ウエハのバンプが
設けられている側に、請求項１～５のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤からな
る接着剤層を設ける工程と、
　前記半導体ウエハの前記バンプが設けられている側とは反対側を研削して前記半導体ウ
エハを薄化する工程と、
　薄化した前記半導体ウエハ及び前記回路部材接続用接着剤をダイシングして回路部材接
続用接着剤付半導体チップに個片化する工程と、
　前記回路部材接続用接着剤付半導体チップの前記バンプを半導体素子搭載用支持部材の
回路電極にはんだ接合する工程と、
を備え、
　前記はんだ接合を行う工程は、前記回路部材接続用接着剤付半導体チップと前記半導体
素子搭載用支持部材とをはんだが溶融しない温度で熱圧着する第一の加熱加圧工程と、該
第一の加熱加圧工程における加熱条件よりも高温でかつはんだが溶融する温度で加熱加圧
する第二の加熱加圧工程と、を含む、半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明は、複数のバンプが形成された第一の回路部材と、該第一の回路部材と相
対向し、バンプとはんだ接合する回路電極が形成された第二の回路部材との間に介在させ
、第一の回路部材と第二の回路部材とを加熱加圧により接着するための回路部材接続用接
着剤であって、潜在性硬化剤と、熱硬化性樹脂と、無機フィラーとを含有し、無機フィラ
ー及び溶媒を除く回路部材接続用接着剤の全量を１００質量部としたとき、潜在性硬化剤
の含有量が０．５～６．７質量部である、回路部材接続用接着剤を提供する。このような
回路部材接続用接着剤は、バックグラインド時に半導体ウエハを保持する機能とアンダー
フィル機能とを兼ね備えるとともに、はんだ接続性に優れ、保存安定性も良好である。
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